LASCAA\

Laserove reseni
Oro Vyrobu
oolovodicd a baterif




LASCAA\

Laseroveé aplikace pro vyrobu
polovodicu a baterii —

LASCAM dodava zarizeni a automatizované celky se specializaci na laserové
obrdabéni a vizudlni kontrolu. Pasobi na trhu od roku 2015 a za kratkou dobu
si vybudoval postaveni predniho dodavatele laserovych technologii v CR.

LASCAM jiZ dlouhodobé plsobi v oblasti implementace vykonem a délkami pulzl k desitkam ,fs”. To dovoluje
pokrokovych plné automatizovanych zafizeni pro vyrobu obrdbét materidly, které doted’ Sly opracovat pouze
polovodi¢a a baterii. sloZitou mechanickou cestou a v kvalité, ktera byla

Laserové technologie zaznamenaly v poslednich 5 letech na pomezf akceptovatelnosti.

obrovsky narlst. Na trhu se objevuji nové typy s dostate¢nym
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l l Neustaly vyvoj datovych center, vozidel nové generace,
¢ipu smartphonu a feseni 5G vyzaduje nové pristupy
pro opracovani pokroéilych materialu. ]
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Priprava povrchi baterii pred upravami a pajenim

Implementace procesu laserového Cisténi pfed povrchovymi Upravami,

. jako lakovani nebo pajeni bateriovych svazkd a funkénich elementd, zabezpedi
maximalni Cistotu tfidy 40 a odstrani veSkeré nezdadouci vrstvy (oxidy, lubrikanty,
konzervanty) aZ na povrch zakladniho materidlu. Vyhodou je i aktivace pomoci

\_// plazmy generované laserem tésné nad povrchem.
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Mikrostrukturalizace povrchu polovodicu

Mikroobrabéci aplikace posouvaji vyrobu sub-mikronovych struktur kvalitativné
mimo dosavadni standard a umoZiuji opracovani silikonovych wafferd, skla, keramiky
nebo termo-polymernich komponent(. Implementace vhodné laserové technologie
umoznuje velikosti Ubéru od 2 um s nulovym vstupem tepla do materidlu a jeho okoli.

Separace transparentnich vrstev ,Lid off”

Inovativni technologie vyuZivajici fyzikalni povahy rlizné absorpce materidld umoZniuji
odhalovani substratu nebo Sandwichovych struktur pro vyrobu displejd a elekroniky.

Rezani a depaneling PCBA a EMS desek

Implementace laserové technologie zvysuje spolehlivost obvodd, sniZuje ndroky
na Cisténi, které jsou diky této technologii eliminované a rapidné sniZuje naklady.
Nova skupina systémU depanelingu nabizi bezprecedentni kombinaci vykonu,
spolehlivosti a hospodarnosti.

Selektivni odstranovani vodivych vrstev

Cisté, spolehlivé, rychlé, flexibilni, vhodné do Cistych prostor. Diky laserovym
systémUm pro selektivni odstrariovani dokdzeme udélat pIné funkéni obvody
elektrosoucdstek z jednoho pokoveného substrdtu bez potfeby maskovani.

Svaiovdni médénych kontaktu

High-end modré laserové systémy pro svarfovdni a pajeni kontaktl a vodicu
z materidlu jako méd’, mosaz, zlato, stiibro a nevodivych kovd do vykonu az 3 kW
na vinové délce 450 nm.

| Rezdni a vrtdni keramickych substrdti

Pulzni laserova technologie Ultrashort zarucuje optimaini vysledky procesu pfi vrtdni,
P znaceni, fezani a strukturovani materidla keramickych substratd a polovodi¢ovych
-~ desticek bez otfepl a tepelnych ovlivnéni nebo opalku.
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Doddvame laserové technologie pro prumysl a védu
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Skoleni a audity laserové bezpeénosti

zejména s ohledem na zdravi zaméstnanc(. Posoudime rizika Vaseho pracovisté a doporucime

% Nabizime Skoleni pro splnéni viech legislativnich povinnosti pro bezpecnou praci s lasery,
ochranné a bezpecnostni prvky v souladu s evropskymi standardizovanymi normami.

Servisni sluzby
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TECHNICKA HOTLINE SERVIS NA MiSTE SERVISNi SMLOUVY
Vzddlena podpora pro servisni Dojezdové doby od 6 hod Pruzné smlouvy s moznostf
nebo aplikacni problémy. na misto i s ndhradnimi rychlejsich dojezd(, kritickych
Pouzivame i chytré bryle. a spotiebnimi dily. dili, preventivnich prohlidek.
@ —

CERTIFIKOVANI TECHNICI 10T - PREDIKTIVNI SLUZBA SKOLENi A WORKSHOPY
Certifikace od prednich Nabizime integraci na I0OT Skolenf laserové teorie,
svétovych vyrobcl a dlouholeté systém, kde sledujeme Vase Uprava parametrd, workshopy
zkuSenosti technikd. zafizeni v redlném case. na Vasich zafizenich.

Kontakty

LASCAM SYSTEMS s.r.o. VICE INFORMACI
Délnicka 1192/22, HoleSovice www.lascam.cz
17000 Praha info@lascam.cz

IC: 04224302 | DIC: CZ04224302 + 420 733 735 555



